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El rendimiento de las computadoras/dispositivos microelectrénicos esta incrementando a un ritmo
acelerado para satisfacer las demandas tecnoldgicas de hoy. Debido al desarrollo de dispositivos
electronicos integrados, los deseos de miniaturizaciéon de equipos electrénicos, alto rendimiento y
potencia de salida, el requisito de refrigeracion de los chips se ha incrementado gradualmente.
Gordon Moore hizo una observacidon notablemente simple en 1965 haciendo referencia a que el
numero de componentes en un circuito integrado se duplica cada 2 afios. Sin embargo, en la
actualidad esa tendencia se ha superado con creces debido a los grandes avances en la tecnologia de
microfabricacion, ya que se logran generar transistores de mejor rendimiento a menor consumo
energético. No obstante, por causa de la gran cantidad de componentes dentro de un microchip el
incremento de la generacidon de calor concentrada en el dispositivo es inminente. Cuando la
temperatura del chip es demasiado alta, la estabilidad y la eficiencia del equipo se deteriora, por lo
que el problema de la disipacion de calor se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo
de la industria electronica. Los disipadores de calor son los elementos utilizados para remover el
calor generado por dichos dispositivos con muy alta efectividad. El disefio apropiado de los
disipadores de calor mejora el rendimiento térmico en gran medida de los dispositivos donde se
emplean. Por lo tanto, es indispensable disefiar y construir disipadores de calor que sean confiables,
eficientes y economicos. La refrigeracion liquida tradicional de geometrias simples tampoco puede
enfriar flujos de calor tan elevados por lo que esto presenta un gran desafio para el disefio de
ingenieria del enfriamiento de chips. Sin embargo, la refrigeracion liquida por microcanales se
presenta como una de las tecnologias de refrigeracion de nueva generacion y tiene un gran potencial.
En este contexto, en el presente trabajo se presenta el disefio, modelo y simulacién numérica de un
nuevo disipador de calor de doble nivel implementado en microchips. Las ecuaciones de transporte
que representan el fendmeno fisico son resueltas numéricamente mediante un software
Computacional de Dindmica de Fluidos (CFD). Se analizan diferentes configuraciones geométricas y
la disposicion de diferentes condiciones de frontera en el modelo propuesto. Una vez disefiados los
modelos computacionales, las diferentes configuraciones geométricas fueron comparadas con el fin
de determinar la geometria que presente el mejor desempeno termo-hidrodindmico. Este desempefio
es evaluado por factores primordiales propios de este tipo de dispositivos, como lo son: distribucién
adecuada de temperatura, temperaturas méaximas, resistencia térmica y caidas de presion. El modelo
numeérico es comparado con un prototipo experimental obtenido en la literatura para asi garantizar
que el modelo numérico es correcto. Por ultimo, los resultados de este trabajo concluyen en la
propuesta de un disipador de calor eficiente para este tipo de dispositivos.



